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親愛なる読者の皆様

エレクトロニクス業界は、産業における大きな進歩への駆動力であるが故に、早期から市場の
変化を確実に実感する分野でもあります。現在この分野では、製品ライフサイクルが短くなる一
方で、品質要件は向上するという難しい課題に直面しています。E-モビリティやエネルギー効率
といったテーマだけでなく、仮想ネットワークに対する需要にも対応する必要があります。従っ
て、イノベーションを迅速、確実、経済的に推進していくことが重要となります。品質と経済性とい
う点においても市場の要求に応えることができるように、ハイテク機器や生産拠点には最新の
センサを搭載しなければなりません。同時にエレクトロニクス業界は、デジタル変換におけるト
ップ業界であり、高度な生産向けに多くの革新的なコンセプトやソリューションを提供していま
す。  

SICKのセンサには下位互換性があるため、どの自動化レベルでもアップグレードや装備変更
を行うことができ、投資確実性が保証されます。弊社のインダストリ4.0対応センサは、既存の自
動化アーキテクチャに導入可能で、クラウドに至るまで全レベルで通信することができます。

SICKは、すでに長年にわたり販売体制を業界に向けて整えてまいりました。その結果、SICKで
は真の業界インサイダーとしてエレクトロニクス業界のプロセスと要件を熟知したアプリケー
ション専門家によるサービスを世界各地で展開しています。ヨーロッパ、アジアおよび北米に拠
点を置くアプリケーションセンタでは、お客様固有のシステムソリューションのテストを行い、最
適化しています。お客様との密接な協力により、多数の個別ソリューションが生まれました。これ
らのソリューションは、真の付加価値となるだけでなくデジタルネットワークの課題に対する答
えも提供してくれます。カスタマーマガジン本号では、多数の斬新な事例をご紹介しています。

皆様にとって有意義な情報となることを願っております。

ラインハルト・ベーズル
SICK AG取締役会会員
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スマートフォン、テレビ、家電などの消費財であれ、様々な業界向けの電子コンポー
ネントであれ、世界各国のエレクトロニクス生産では、製品ライフサイクルの短縮と
品質要件の向上という困難な課題に直面しています。同時にエレクトロニクス業界
は、デジタル変換におけるトップ業界であり、高度な生産向けに多くの革新的なコン
セプトやソリューションを提供しています。 

>>E-モビリティやエネルギー効率とい
ったテーマだけでなく、増大しつつある
仮想ネットワークに対する需要は、巨大
な成長ポテンシャルを意味しており、電
気・エレクトロニクス業界は新たな挑戦
に直面しています。エレクトロニクス製
品への需要に伴い、その生産にもさらに
多くのエレクトロニクス製品が必要とな
る一方で、例えば通信・家庭用電化製品
などの分野における新しいサプライヤ
により、競争圧力が高まりつつあります。
少し前まで手作業による製造で成功を
収めていたアジアでさえ、大手エレクト
ロニクス企業は半自動を取りやめ、完全
自動生産に移行し、より高度な生産を実
現するために、包括的な自動化措置を
実施すると予告しています。この背景に
は、より多くの製品バリエーションをさら
に大量に生産すると同時に、品質管理
も実現しなければならないという市場
からの圧力が潜んでいます。さらに、市

場はアジアの中堅企業やアメリカの巨
大企業によって継続的に統合されつつ
あります。

設備製造業者、コンポーネントサプライ
ヤおよび設備運営者が直面しているエ
レクトロニクス製造用機械や設備の性
能に対する要件は、その変化に応じて
産業自動化の様々なレベルで実現する
ことができます。 

これを実装する際に、最も重要な役割
を担うのがセンサ技術です。センサソリ
ューションの適性は、利用できるセンサ
技術の選択可能性、そのインテリジェン
トな応用、さらにセンサの信頼性に依存
しており、これが設備の収益性を左右し
ます。業界での経験と技術・業界の専門
知識に基づいた幅広い製品ポートフォ
リオ一覧を持つSICKのセンサは、生産

最適化で決定的に重要な役割を果たし
ます。

エレクトロニクス生産における生産最適
化およびインダストリ4.0の基準への段
階的アプローチは、部分的にレトロフィッ
トを行うことで達成できます。今後もス
マートフォンなど多数の電子機器が、効
率的な大量生産で製造されると思われ
ます。このため、このような製造方法を
サポートし、センサ信号をインテリジェン
トに供給するセンサおよびシステムが
引き続き必要となります。同時に、柔軟
でない生産ラインを廃止し、ロボットお
よび無人搬送カート (Automated Guid-
ed CartsまたはAGC) をエレクトロニク
ス製造に部分的に導入することも考慮
しなければなりません。 

クロックセンサとしてのセンサ

 

自動化レベルのアップグレードを実現するセンサソリューション

グローバル化・デジタル化 –  
エレクトロニクス業界における 
自動化へのプレッシャー 
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インテリジェントなセンサ性能は、生産
設備における市場要件と性能適合を大
きく推進させます。 

エレクトロニクス業界でのトレーサビリ
ティ (追跡可能性) は、過去数年にわた
りその重要度が高まりつつあります。今
日、特に電子エレクトロニクス消費財の
最終顧客は、任意の全電子コンポーネン
トを明確に識別および追跡できるシス
テムを提供するようサプライヤーに期
待しています。このため不具合が生じた
場合でも、可能なエラー源をより早期に
特定し、的を絞ってリコールを呼び掛け
ることができます。

イメージコードリーダは、コンポーネント
上の最も小さいデータマトリックスコー
ドでも識別できるため、例えばプリント
基板やバッテリーセルのトレーサビリテ
ィを生産プロセス全体にわたって保つ
ことができるようになります。移動中の
コンポーネントも識別されます。

品質保証の点検タスクにおいても、今ま
で以上に多くの情報が記録され、何年間
も遡って追跡できるようになります。例
えば、今まで電子コンポーネントの圧入
にハンドレバータイプのプレスが使用さ

れていた場合は、データベース内のデ
ジタルプロファイルに使用できる物理
的値は存在していませんでした。このよ
うな設備のアップデートを行うことによ
り、これらのデータを利用できるように
なり、設備に適切な安全技術を実装する
ことで、PSDIモードにおける作業員とプ
ロセスの安全を向上させることが可能
になります。トラックアンドトレース、品質
モニタリング、状態モニタリング (Con-
dition Monitoring) など、様々な業界向
けのスマートフォン、テレビ、家電または
電子コンポーネントの製造およびその
使用においてデータ管理、通信およびネ
ットワークの果たす役割は増大しつつ
あります。 

インテリジェントで頑強なセンサによ
り、全く新しい生産品質を実現できるよ
うになります。これらのセンサでは、信
頼性の高いデータをリアルタイムで取
得できます。機械や設備の最適化を図
るこのような方法には、まだわずかしか
開拓されていない将来性があると言え
るでしょう。SICKセンサは今日すでに、
プログラマブル ロジック コントローラ
ともデータ環境とも高い信頼性で通信
できます。困難な条件下でも確実に検
出できるという信頼性と安定性は、プロ
セス最適化つまりはプロセス効率化の
重要な鍵となります。エレクトロニクス
業界は、短い製品サイクルと高い革新必
要性、グローバルで強力にネットワーク

されたサプライチェーンを特徴として
います。深い業界ノウハウは、品質と生
産性に対する要求が同時に向上する産
業界に恩恵をもたらします。SICKが各
業界とそのプロセスを熟知している証
として、弊社は何十万というシステムを
世界各地に設置し、アプリケーションを
実現してきました。ヨーロッパ、アジアお
よび北米に拠点を置くアプリケーション
センタでは、お客様向けにセンサおよび
システムソリューションを構築し、テスト
と最適化を行っています。有能なプロジ
ェクトチームは、生産の全行程における
柔軟な自動化を実現するソリューション
にも取り組んでいます。「Sensor Intelli-
gence.」により相互接続された製品は、
単一で作業するよりも多くのタスクをこ
なすことができます。(as)

メガトレンド「E-モビリティと仮想ネットワーク」は、エレクトロニクス業界にとって成長のチャン
スであり、また挑戦でもあります。



 

プリント基板の識別・点検

SICKのスケーラブルなソリューション
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垂直統合 – トラックアンドトレースのキーワード。複雑な製造プロセスにおける製品
のトレーサビリティ (追跡可能性) は、最も重要な要素です。生産およびロジスティク
スにおける透明性のあるマテリアルフローは、速やかに決定を下し、プロセスやコン
ポーネントを遡って追跡できるようにするために必要となります。

>> この品質戦略のパイオニアは、とり
わけ自動車業界の安全関連コンポーネ
ント、および製薬業界の盗用防止と健康
保護 (医薬品の大量生産化と不正操作
防止) でした。トレーサビリティは、エレク
トロニクス業界でも避けて通ることは
できません。ここでは、数年経過後も実
装されたコンポーネントを完全に遡って
追跡し、生産プロセス全体を再現可能に
することが課題となります。

基本前提: 指紋のように固有なユニーク
コード
今日、ほとんどすべてのプリント基板装
着装置には様々なモニタリング技術が
搭載されています。プリント基板、装着コ
ンポーネントおよびプロセスデータは
識別され、系統的に記録されます。デー
タマトリックスコードによる固有のマー
クは、すでに識別での業界標準とされて
います。各プリント基板には固有番号を
含むコードが付いています。このコード
は、装着プロセス内ではイメージコード
リーダによって識別されます。これによ
ってシステム内の必要な全情報が対応
するプリント基板に割り当てられます。フ
ィールドに問題が生じた場合、トレーサ
ビリティシステムからどのプリント基板
に問題があるのか、またはどのプリント
基板に異常なコンポーネントが装着さ

れているのかを特定することができま
す。この明確なトレーサビリティには大
きな利点があります。例えば苦情が生じ
た場合にも製品を迅速かつ効率的に制
限することができます。従って最低限の
作業で的確な製品リコールを実施する
ことができます。これにより費用とイメ
ージ損害を最小限にとどめることがで
きます。

トレーサビリティの実現を支援する
SICKの製品は、モジュール式ソリューシ
ョンで最大限の効率を達成
SICKでは、イメージコードリーダと画像
処理システムの幅広いポートフォリオ
を提供しています。適切な製品を選択
する際に最も重要となるのは、最高のコ
スト効率性と最適な性能です。

プリント基板レイアウトとコードの位置
が同じ多数の部品を識別するタスクに
は、コンパクトなイメージコードリーダ
Lector620がお勧めです。これはコード
のために設けられた位置に固定され、視
野にあるどのコードも確実に識別しま
す。

小さなバッチサイズ、多様なプリント基
板設計および常に変動するコード位置
などの要素は、エレクトロニクス業界で

の高度に柔軟な生産プロセスに対する
要件を説明しています。さらにわずかな
ダウンタイム、短い装備変更プロセス、
高度に柔軟な設備などの要求が加わり
ます。SICKではこれらの要求に応える
ため、製品群Lector63xのコードリーダに
基づいたマルチコード読取システムを
提供しています。このシステムは、大き
なプリント基板全体を検出することによ
り装備変更なしで高い多様性にも対応
できます。コードリーダの位置を変更す
る必要はありません。

毎日10,000以上のプリント基板コー
ドを読み取るイメージコードリーダ 
Lector620
SICKのイメージコードリーダLector620
は、世界有数のメーカーによるワイヤレ
ス無線モジュール用の点検プロセス
で、印刷状態の悪いプリント基板のデー
タマトリックスコードでさえ極めて高い
信頼性で識別します。

電子機器市場のように極めて速いスピ
ードで小型化が進む市場は、他にはほと
んどありません。電子コンポーネントと
モジュールの内部縮小は、外部寸法の
縮小も伴います。同時にワイヤレス無線
モジュールの生産数も一定して増加し
つつあり、製造および点検プロセスもこ
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Lector620: 非常にコンパクトな形状により、
わずかなスペースでも柔軟に設置すること
ができます。

Lector®シリーズは、あらゆるコード読取アプリケ
ーションをカバーするだけでなく、非常に難度の
高い読取タスクでも適切なソリューションを提供
します。

の高速化に対応しなければなりません。
また、通常2次元のデータマトリックスコ
ードとして表示されるマークもさらに小
さくなるため、電子モジュールの識別と
追跡技術には特別な要件が生じます。

世界有数のエレクトロニクス企業が
SICKのLector620を採用しました。この
イメージコードリーダは非常に短い読
み取り時間や分解能わずか0.15  mmの
小さなコードでも、99%以上の読み取り
率で処理できる上、超小型ラベルまた
は直接マークのコードやコントラスト品
質が最良ではない場合にも同じ性能を
発揮します。コンパクトなデザイン、様々
なIT環境への業界標準の統合、直観的
操作とトラックアンドトレースでの最高
の読み取り性能を特長とするこのコード
リーダは、難度の高いコード読み取りに
も対応できる効率的なソリューションで
す。 

Lector620のコミッショニングは、その
快適な機能を使用して簡単に行うこと
ができます。レーザポイントは画像中心
を可視化し、迅速な方向調整を可能にし
ます。装置に取り付けられたプッシュボ
タンを操作すれば、自動セットアップつ
まり自立した学習プロセスが開始しま
す。Lector620は各コードを識別するた
めに、自分自身でパラメータを設定しま
す。赤と青のLEDが読み取りフィールド
を照射するため、外部光源は不要です。
さらに統合されたmicroSDメモリーカー
ドには、画像やパラメータのバックアッ
プコピーを保存することができます。こ
のデータクローニングにより、コードリー
ダの交換時にも、動作関連の設定を新
しい装置に直接書き込めるようになり
ます。

Lector63xのマルチコード読取 – 複数
のメリット – 一括大量生産化
プリント基板の製造時、製造設備をより
有効に利用するため、小さな単一基板
は一枚のプリント基板パネル上に統合
されます。このパネルは一枚の大きなプ
リント基板として製造されます。これに
より、最低サイズよりも小さい機械装着
用の単一プリント基板に回路を作成す
ることができます。これらの単一プリント
基板に対して、ますます多くの顧客が完
璧なトレーサビリティを要求するように
なりました。マルチコード読取機能を搭
載したイメージコードリーダLector63x
は、パネルの個々のプリント基板を固有
に識別できます。プリント基板の通過中
に収集された画像をインテリジェントに
事前処理することにより、パネル上のコ
ードをその位置に基づいて固有に割り
当てることができます。さらにパネルの
コードが欠如していたり、識別不可能で
あったりする場合にも通知されます。こ
のほかマルチコード読取機能では、複数
の画像つまりプリント基板の通過方向の
複数の視野を総合評価に使用できるた
め、イメージコードリーダの視野が明ら
かに拡張されます。このため装備変更を
行う必要はありません。

SIM4000およびpicoCam304xによる
PCBの点検・識別
Sensor Integration Machine SIM4000
は、ストリーミングカメラpicoCamまた
はmidiCamとその他のセンサと併用す
ることにより、最大限の柔軟性を提供し
ます。様々なSICKセンサは、SIM4000で
分析および評価されたデータを提供し
ます。これによりコード識別と追加的な
品質管理を一つのプロセス工程で実行
することができます。 

プリント基板業界では、識別ソリューショ
ンの他にも様々な点検タスクがありま
す。必要な生産品質の保証、個々の製造
工程に沿った一貫したトレーサビリティ
は、すべてSensor Integration Machine 
SIM4000によって完全に実行されます。
この中央評価ユニットには、産業用スト
リーミングカメラpicoCam304xなどの
センサを接続することができます。4メ
ガピクセルに至る高い分解能を備えた
このカメラは、コンポーネントの品質管
理などの点検タスクにもプリント基板上
のデータマトリックスコード識別タスク
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コード識別と品質点検を一つのプロセス工程で実行。

にも適しています。SIM4000は、両方の
アプリケーションをエコスペースSICK 
AppSpaceの一部として実行し、結果を
フィールドバス経由で上流のERPシス
テムに送信します。このアプリケーシ
ョンをプログラミングするには、SICK 
AppStudioをお奨めします。

このソリューションは簡単に拡張可能で
す。SIM4000にさらにカメラを追加接続
して、センサアプリを拡張するか、また
はもう一つのアプリを追加することによ
り、他のラインに拡張させることができ
ます。SIM4000はコンポーネントを追加
せずに照明も直接制御します。ソリュー
ションに必要となるすべてのコンポー
ネントはSICKにより一手に提供されま
す。

小型イメージコードリーダ、ウェブ上の
プリント基板の高速識別、様々なフォー
マットのプリント基板パネルの柔軟な識
別、さらには品質検査、トレーサビリティ、

対象物検出を担うSensor Integration 
Machineと併用したマルチカメラシス
テムに至るまで、SICKのセンサはお望
み通りの性能を保証します。(as)
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エレクトロニクス業界における生産・プロセス最適化は、インテリジェントで将来性
のあるソリューションを生み出すために中心となる基準です。最終製品がどんどん
小型、薄型、軽量となるに伴い、その性能も新しい次元へと成長します。自動化ソリュ
ーションは、品質保証とコスト削減を最適化する可能性を最大限に引き出すために、
よりスリムになりつつあります。産業の複雑化に伴い、検出要件も向上します。SICK
では、どのような課題にも対応する適切な技術を超小型筐体に収納することにより、
この課題に対する解決策を提供しています。

>> 小型、黒、穴あき、透明または光沢な
ど、エレクトロニクス業界における検出
対象の対象物特性は非常に多岐にわた
るため、検出も複雑になります。SICKの
光電スイッチと光電センサは、汎用的な
対象物検出を確実に行うために多数の
要素を活用しています。

決め手は技術
信頼性の高いSICKの検出は、レーザ赤
色光が決め手となります。極めて小さな
レーザ光は、たとえどんなに小さくても
対象物やその特徴を検出するために理
想的な条件を提供します。この光点は最
も正確なスイッチング動作を可能にす
るため、生産品質の基礎となるだけで
なく、スイッチングエラーが少ないこと
から、機械稼働率の向上にもつながりま
す。 

従来の赤色光センサが限界に到達する
ところで、SICKは青色光を採用します。
超小型光電センサWTB2S-2 Blueは、例
えばダークブルーのソーラウェハなど
極めて光吸収特性の強い対象物でも問
題なく検出します。  

より明るいピンポイント2.0-LEDであれ
ば、濃い黒色も検出できます。これは第1
世代のピンポイントLEDの2倍以上の光
を発します。製品群W2S-2の新世代セ
ンサは濃黒色を検出できるだけではあ
りません。安定した信頼性の高い様々な

どのようなアプリケーションにも対応する柔軟なソリューション

どのような状況下でも検出可能 

対象物検出の証として、超小型設計のこ
れらのセンサは、例えばスマートフォン
業界のバッテリーセルやモジュールの
筐体も最適な性能で検出します。V光学
付きのセンサバリエーションWT2-Sは、
モニタやスマートフォンのディスプレイ
などのように薄くて極めて透明性また
は反射性の強い対象物を確実に検出す
るための性能を補完します。 

フォーマットのもたらす品質 
検出はタスクと共に広がります。エレクト
ロニクス業界の急速な発展により、新た
なペースと基準が求められており、セン
サは生産とコストの最適化という課題に
直面します。適合されたセンサ技術は、
より短いイノベーションサイクルや対象
物最適化、またはより小型で高度な自動
化ソリューションを達成するための解決
策となります。これは、例えば一つのプ
ラットフォームにおける様々な技術の一
括として直接センサソリューションに採
用されます。 SICKの超小型光電センサ
W4、超音波センサUC4および静電容量
型近接センサCQ4では、このような技術
プラットフォームが構築され、ソリューシ
ョンはそれぞれ角砂糖の大きさにも満
たない筐体内に収められています。コ
ンパクトな形状により、機械設計内に簡
単に取付けることが可能です。このため
厳しい取付条件の下でも柔軟にセンサ
を導入することができます。センサの高
度な検出能力は、機械との完全な互換

性を保ちつつ、様々な検出特性で発揮
されます。これによりエレクトロニクス業
界で数多くのアプリケーションを実現す
る可能性が広がります。静電容量型近
接センサCQ4は、エレクトロニクス・ソー
ラ業界で光吸収性のあるウェハを検出
し、UC4は超音波技術によって暗色で光
沢性があり極めて高速の対象物を検出
します。超小型光電センサW4のハイエ
ンド機器であるMultiLineは、直線状の光
軸スポットでプリント基板を高い安全性
で検出します。このセンサは、穴開き電
子カードを高精度で検出するV光学、直
線状の光軸スポット、赤外LEDおよびピ
ンポイントLEDを搭載した同クラスのチ
ャンピオンとされるWTV4-3と肩を並べ
る性能を発揮します。

ミニチュアトリオ: W4、UC4およびCQ4。
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: フォーカス エレクトロニクス業界検出

スマート検出: オープンネットワークで
の機能 
小さなギャップをカバーできるSICKの
光電スイッチとは異なり、IO-Linkは周囲
を大きくつなげます。最下位のフィール
ドレベルへの橋渡しを行い、すべての
プロセス装置をリンクするIO-Linkは、
完全な透明性を実現します。これによ
り、機械的事実の検出で新しい次元へ
の扉が開きます。生産データを遡って
再現し、エラーと状態を事前に診断でき
るようになったことから、センサの役割
も再定義され、インダストリ4.0に適した
スマートなセンサ技術への道が切り開

かれます。新しいASIC技術「SIRIC®」に
は、SICKのスマートなセンサ技術が具
体的に応用されています。この光学技術
を採用した光電スイッチは、知能を集結
したスマートセンサソリューションとし
てシームレスに自動化ネットワークに統
合させることができます。これらの光電
スイッチは、診断・リモート設定機能の他
に、カウント機能、時間測定、分散型干渉
抑制または「タイムスタンプ」による位
置決めなど、様々な自動化機能も実行
します。これにより、制御レベルが軽減さ
れ、機械の生産性が向上します。このス

マートなセンサにより、技術品質は飛躍
的に向上 – フォーマットは同一のまま、
超小型筐体にインテリジェントなセンサ
技術が満載しています。

最大限のパフォーマンス多様性を一つ
に統合 
SICKの超小型化に対する答えは、タイ
ムオブフライトテクノロジーのすべて
のメリットが世界で最も小さい筐体内
に統合され、長大な検出距離を備えた
マルチタスク光電センサ「PowerProx 
Small」にあります。信頼性の高い検出
を特長とする6種類のセンサタイプは、
様々なタスク向けに設計され、ロボット
支援による生産自動化とも互換性があ
るため導入可能です。対象物の存在検
出は永続的なダイナミクスという挑戦
に挑まねばなりません。このためグリッ
パに取り付けられたセンサは、できる限
り小型で軽量でなければなりません。
超小型サイズで検出距離は800  mm、さ
らにスマートセンサ機能を備えたPow-
erProx Smallは、このような条件におい

ても産業の未来をつかさどる主要課題
への革新的なソリューションを提供しま
す。(fg)

直線状の光軸スポットを備えたリフレクタ形
光電スイッチWTV4-3は、切り欠きのあるプリ
ント基板の検出もいとも簡単に解決。 

超音波技術による信頼性の高いエッジ検出。
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電子コンポーネントと電子機器の生産における困難な課題は、狭いスペース、極小
の対象物、オーダーメイドのコンポーネント設計です。SICKのインテリジェントなソ
リューションでは、非常に狭い隅まで柔軟かつ高い信頼性で対象物を検出するため
に、ファイバ形光電センサ・光ファイバを適切に組み合わせています。 

>> エレクトロニクス業界で求められる
柔軟性に対応するため、歩調を合わせ
なければなりません。それには、各使用
領域と各タスクに合わせて設計および
カスタマイズされた「組込み」、「調整」、「
インテリジェントで一貫したアダプテー
ション」という3要素が必要となります。

目標達成の鍵は過程にあります
このようなアプリケーション向けのセン
サソリューションは、適切な光ファイバと
その特殊な仕様を選択する際には、ま
ず出発点として、プラスチックまたはガ
ラスファイバ、エンドスリーブの形状と

難度が最も高い課題に対する回答は超小型化 

頭脳明晰な対象物検出

サイズ、保護シースの材質、小さな仕様
であると同時に広い検出角度を持った
光学ヘッドなどを考慮する必要がありま

す。SICKの光ファイバは、ほぼすべての
アプリケーションにフィットします。
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: フォーカス エレクトロニクス業界検出

検出の鍵を握る光点
製品群WLL180Tのファイバ形光電セン
サは、各検出タスクに適切なこのソリュ
ーションを引き継いでいます。その極め
て小さな光点により、自動化での精密な
対象物やマーク検出にも理想的です。
マイクロメートルに至るごく小さな対象
物でも確実に検出します。
アプリケーションに適した多数の光ファ
イバを備えたWLL180Tは、統合された
回路の最も小さなピンを点検する場合
など、設置環境が限られたスペースで

も導入できます。センサは、離れた距離
からでも対象物のごくわずかな寸法変
化を検出できます。機械や設備のアク
セスしにくい場所でも問題ありません。
動作中には最大16台のセンサを同期で
きます。つまり、隣接して取り付けられた
光ファイバヘッドの相互干渉が生じるこ
とはありません (抗干渉性)。さらにバス
技術は、ハンドリングをより簡単にし、配
線作業を軽減します。これはコミッショ

ニングの際にもメリットとなります。バス
は結合されているため、わずか一本の
ティーチインケーブルのみで、センサの
全設定をバス接続されている他のすべ
てのセンサにコピーすることができま
す。 

モットーは迅速な切替
エレクトロニクス業界におけるハイテク
なプロセスオートメーションと対象物
検出は、アプリケーションに応じた高信
頼性でプロセス安全性のあるセンサと
併用して行われます。ワイヤボンディン

グの断線検出は、高速検出での「精密着
陸」が要求されます。ファイバ形光電セ
ンサWLL180Tは、この要件を高分解能
信号処理および高速処理を保証する極
めて短い応答時間で解決します。光ファ
イバLL3-DT01は、ボンディングワイヤ
のわずかな振動をその広い検出角度で
補償します。 

存在するものも存在しないものも検出
エレクトロニクス業界の数多くのアプリ
ケーションでは、そこに存在するものと、
そこに存在しないもの両方を検出しな
ければなりません。プリント基板には頻
繁に切り欠き、大きな穴または丸みなど
があり、対象物検出では「設計図」とい
う課題を乗り越えなければなりません。
ファイバ形光電センサWLL180Tは、光
ファイバアンプの性能と設定オプショ
ン、および選び抜かれた光ファイバの特
殊な光学特性という実績のある組み合
わせにより、ここでもメリットを発揮しま
す。(fg)

動作中には最大16台のセンサを同期でき
ます。
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電子コンポーネントの需要は継続的に高まりつつあり、それと共にPCB製造での数量も増加します。周辺機器との頑強な接続を
保証するため、プリント基板上でのワイヤはんだ付けは行われなくなりました。その代わりに、コネクタを高圧下でプリント基板の
穴を通して圧入する、いわゆる圧入工程が行われます。個々の接続部分の品質は、SICKの品質管理システムPinspectorが監視
します。このシステムはすでに自動車エレクトロニクス業界に導入され成功を収めています。

>> 電子コンポーネントのキャリア基板
であるプリント基板は、工業生産では欠
かせない要素です。高い生産サイクル
にもかかわらず、コネクタ接続の一貫し
た品質は保証されなければなりません。
品質管理システムPinspectorがこのタ
スクを担います。このシステムは、完璧
に相互調整されたRanger製品群の3D
ストリーミングカメラとレーザテクノロ
ジにより、定義されたピンの品質基準か
ら逸脱するあらゆる誤差を検出します。

頑強な接続を保証する最高精度

正確なピン点検は電子モジュールの最終アセンブリにおける圧入工程を最適化 

正確に調整され圧入されたコネクタ接続

圧入されたコネクタ接続は、電子モジュ
ールの最終アセンブリの効率を大幅に
向上させます。従来のはんだ付けとは異
なり、圧入では時間が短縮される上、頑
強な接続を実現します。この方法は、特
に自動車エレクトロニクスで高く評価さ
れています。しかし、このプロセスは最
高精度で行われなければなりません。
ほとんどのコネクタ接続は、電子モジュ
ールの最終アセンブリにおける最終工
程の一つです。ここでエラーが生じる
と、時間をかけてプリント基板を手直し
しなければならないだけでなく、最悪の
場合は不良品として除外しなければな

りません。それに応じて生産ラインでの
効率性が劣り、その結果生産コストが上
昇します。
このプロセスでの精度は、最終製品の
使用に際した安全性にとっても重要な
役割を果たします。複数のピンを持つコ
ネクタ接続で一本のピンの接点品質が
完璧でなければ、電子的接続が遮断さ
れてしまいます。これは、例えば自動車
のABSシステムやその他の電子機能に
重大な影響を及ぼします。品質管理シ
ステムPinspectorは、コネクタ接続の点
検を3段階のプロセスステップで行い
ます。
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: フォーカス エレクトロニクス業界品質管理

圧入前のプリント基板の点検。

圧入工程後のピン点検。

品質管理システムPinspectorは、プラグコネ
クタのすべてのピンが揃っており、正常であ
るかどうかを高い信頼性で点検します。

圧入工程前のピン点検
Pinspectorはすでに圧入工程の前に、3
次元の位置測定により非接触で、ピンが
プリント基板の所定の穴に正しい方向
で位置しているかどうかを点検します。
すべてのピンが正しく配置されていると
確認された後、Pinspectorは圧入工程の
起動信号を送信します。

圧入工程後のピン点検
圧入工程後Pinspectorは、プリント基板
に圧入されたピンが正しい位置にある
かどうかを点検します。システムは、ピ
ンの存在、共平面性、ならびに基準値と
の比較という3種の方法に従って点検し
ます。この場合、圧入によりピンが曲がっ

プラグコネクタの点検
Pinspectorは圧入工程とは別に、プラグ
コネクタ内のピンも点検します。このシ
ステムはその特殊なレンズにより、ピン
長さ全体の正確な画像を捉えることが
できます。このため、ほんのわずかな異
常でも画像に再現することができます。
モデルに応じて、プラグシャフトまたは
コネクタ筐体の下部が視野を妨げる可
能性があります。このケースのために、
異なる角度から捉えて画像を補足する
2台のカメラを搭載したPinspectorも提
供されています。これにより、ベースに影
ができることはありません。これらの3D
測定値は様々な色で区別してユーザイ
ンタフェースに可視化されます。

完璧に調整されたソフトウェアとハード
ウェア
品質管理システムPinspectorは、各
製品環境に統合させることができま
す。SICKはカメラとスキャン技術をす
でに互いに最適に合わせて設計し、装
置はブラケットを使用して取り付けま
す。その後、アプリケーション環境でお
客様の装置を精密に調整することがで
きます。このシステムは、頑強なねじ込
み接続を使用して既存の設備に簡単に
統合することができます。

後日Pinspectorを各管理タスクに合わ
せて完璧に設定するためには、ユーザ
固有のパラメータを付属ソフトウェアに
保存することができます。このソフトウェ
アは、様々な管理タスクで個々のピンに
不一致がないかどうかを点検するため
に、特定の基準値を定義します。必要に
応じて、コネクタ接続内の複数の領域を
定義することもできます。これは例えば
ピンの高さや幅が異なる場合に行うと
有用です。このようにPinspectorはわず
か一回の工程でコネクタ接続全体を点
検することができます。直感的に操作可
能な仕様でSICKの初期研修を終えた
後、ユーザはソフトウェアを自分でセット
アップし、タスクに合わせて検出距離を
個別に調整することができるようになり
ます。(hs)

たり変形したりしてはならず、定義され
た高さを上回ることも下回ることも許容
されません。すべてのピンが許容誤差
内であれば、Pinspectorはすべてのモジ
ュールを次の処理工程へ移行するよう
許可します。
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>> SICKのセンサは対象物を誰よりも
熟知しています。しかし対象物に触れる
ことはありません。SICKのセンサは正
確かつ非接触で光学測定を行います。
繊細な材質でも変形や損傷することな
くマイクロメートルの精度で検出されま
す。すべての測定センサの知能の高さ
は、サイズ、技術、操作しやすさ、特定の
ユーザ知識など、各アプリケーション要
件に合わせてカスタマイズされたセン
サ特性の組合せに現れています。変位
測定センサ は、特に微小なキズやマイ
クロクラックも正確に検出します。これ
らのセンサは距離とワーク誤差ならび
に製造上の公差をマイクロメートルの
精度で測定し、例えば取付プロセスでコ
ンポーネントが正しい位置にあるかど
うかを監視します。 

簡単に対象物を測定
18 mm x 31 mm x 41 mmというコンパ
クトな筐体に収納された変位測定セン
サOD Miniは、このクラスで最も小さく、
電子カードのコンポーネント位置を正
確に特定します。いわゆる三角測量の
原理に基づいたこの測定方法は、セン
サの感度を向上させ、ダイナミックなグ
リップタスクまたは位置決めタスクに
も対応し、複雑な表面形状さえ難なく検
出することができるようになります。OD 
Miniはアルミニウム製の軽量 (40 g) で
頑強な超小型筐体と軽量さで、このアプ
リケーションの複雑性に対抗します。 さ
らにこのセンサには、直観的な操作コン 
セプト、統合された評価エレクトロニク
ス、リモートプログラミング対応、外部 
ティーチ入力というさらなる利点が

変位測定センサ: 各プロセスステップの検査機関と品質保証

オーダーメイドの品質

エレクトロニクス業界での品質と精度は、高度な生産コンセプトを実現するための中心的な要素です。価値創造プロセスで測定
結果を継続的に評価しなければ、個々のコンポーネントの品質を最終製品に至るまで保証することはできません。SICKの光学
測定技術は、生産プロセスに直接統合する計測器を用いて精度と品質を融合させます。変位測定センサは、特に短い検出距離
と小さな対象物で高い測定精度が求められる分野でその実力を発揮します。

OD Mini: ロボット支援による生産自動化で
の距離測定。
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あり、高い機械稼働率を保証します。 

品質に基づいたつながり
エレクトロニクス業界の多くの分野にお
ける難題は、細部、より正確に言えば最
終製品の構造にあります。ここでは、コン
ポーネント同士がリンクされることで機
能性が生まれます。このつながりはすで
に生産工程の品質保証の際に始まりま
す。プリント基板などの単一コンポーネ
ントが正しい位置に取付けられている
かどうかを点検することにより、これらの
モジュールの取付エラーを回避するこ
とができます。例えばスマートフォンの
ディスプレイ画面の取付などでは、こう
したエラー検出は不可欠です。変位測
定センサ OD Precisionは、このような取
付エラーをマイクロメートルの精度で
特定することができます。さらに評価ユ
ニットにつき最大3個のセンサヘッドを
使用して機能拡張することができます。 

厚くても薄くても常に確実
エレクトロニクス業界での品質保証に
は、リードフレームとコンポーネントの
層の厚さ測定も含まれています。OC 
Sharpは、クロマティック共焦点測定法
に基づいて、厚さ0.3マイクロメートル以
上の半導体基板の透明層をごくわずか
なナノメートルの分解能で検出します。
フィルムの層厚さ測定と調整では、OD 

Precisionは乾燥プロセスの前にバッテ
リーセルの将来の品質を保証します。デ
ィスプレイのガラス厚さ測定でもレー
ザベースの距離センサはその実力を発
揮します。三角測量技術により、たった
一つのセンサヘッドで高精度な厚さ測
定を行うことができます。 

特殊な環境は特別な措置を要求します 
携帯通信機器の最も薄いガラスや層
は、エレクトロニクス業界での超小型化
を体現したものであり、高度な測定技術
での新基準を打ち立てます。OD5000
は、この分野に対して革新的な回答を提
供します。高性能センサは、より高速で
精密に、最大8の境界層 (ピーク) までさ
らに深く測定します。薄型および超薄型
のガラス基板および層、さらに丸みを帯
びたガラス面および表面を最大限の測
定精度で測定します。SOPASウェブサ
ーバによる構成では、動作中の生産デ
ータが反映され、次の段階で許容誤差

の調整を行うことができるため、すでに
プロセス中に品質最適化を行うことが
できます。 

OD Precision: デバイスモジュールの長さ
検出。

OC Sharp: 半導体ウェハの層厚さ測定。

OD5000: 8つの境界層 (ピーク) まで正確
に測定。

ネットワーク加入装置同士のコミュニケ
ーション
SICKの光学測定センサの性能は、生産
とコストを最適化した上で最終製品の
柔軟性とライフサイクルとの歩調を合
わせた測定技術を実現しなければなら
ない分野で増加しつつある要求への答
えです。まず適切なアプリケーション知
識に基づいて技術を採用することによ
り、個々のアプリケーションへの扉が開
かれ、様々な要件にも対応できるように
なります。 
変位測定センサ 特有の可能性は、その
他のセンサと併用可能であるという点
にあります。取付の際に、短い検出距離
での距離測定や平面度測定のほかに
も、高さやコントラストなど大きさの値を
特定する必要がある場合、インテリジェ
ントなビジョンソリューションが採用さ
れます。 
その後変位測定センサ を使用して、例
えば装置筐体内の電子カードの正しい
位置などを点検します。2Dビジョンセン
サは、取付穴を検出し、後続するねじ固
定プロセスのためにその位置を提供し
ます。3Dビジョンセンサはさらに、品質
管理システムでも使用され、取付プロ
セス全体に沿ってその他の様々な品質
点検を行います。このように例えばPin-
spectorは3Dピン点検で使用されます。
このように多様なソリューションを提供
するSICKは、エレクトロニクス業界の光
学測定技術に関する有能なパートナー
として認められています。(fg)
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多くの業界では、日々の生産作業で様々な種類の難度の高い環境条件に対処しなければなりません。安全な生産の流れを保証
するシステムとセンサは、酷い汚れや強力な化学物質に対する特別な保護を必要とします。ソーラセル製造のコアプロセスで
は、例えば表面処理およびソーラウェハ洗浄用化学物質は不可欠です。化学物質タンクのレベルは、常にセンサで管理しなけれ
ばなりません。テフロン®コーティングを施した充填レベルセンサUP56 Pureは、正確で連続的な結果を提供します。

>> 半導体・ソーラセル生産用の化学物
質は、生産の近くに保管されています
が、湿潤工程機械の貯蔵タンクや混合タ
ンクへのアクセスは良好ではありませ
ん。レベルを検出する一般的な方法は、
容量型センサを導入する方法です。化
学物質からセンサを保護するために、こ
れらのセンサはタンク壁の外側または
バイパス管に取付けられています。ほと
んどの場合、複数のセンサを異なる高さ
でタンクに固定し、手動で調整します。こ
れらのセンサはレベル限界を通知しま
すが、充填レベル連続測定を行うことは
できません。

タンク内の超音波
正確な充填レベル連続測定は、特に強
力な化学物質ではプロセス安全性を
保証するために不可欠です。このため
SICKは、超音波技術によりスイッチン
グポイント間の充填レベル連続測定を
行うソリューションを開発しました。   製
品群UP56 Pureの非接触式の超音波レ
ベルセンサでは、超音波センサがPTFE
重合体により刺激性の強い液体から保

護されているため、エレクトロニクスお
よびソーラ業界の湿式化学プロセスに
特化された装置として機能します。テフ
ロン®とも呼ばれるポリテトラフルオロ
エチレン (PTFE) は、湿潤工程機械では
頻繁に使用されている特殊な樹脂とし
て知られています。レベルセンサのトラ

ソーラウェハプロセス設備における腐食性化学物質のレベル測定 

正しい保護は正しい測定から

アクセスしにくいタンクへの化学物質の
保管。

充填レベルセンサUP56 PureとUP56 Pure 
Mini。

ンスデューサはPTFE層でコーティング
されており、接続フランジは固体PTFE
製です。このためUP56 Pureをタンク内
側上部の浸漬管内に直接取り付けるこ
とができます。超音波によりセンサと液
体との距離が測定され、充填レベル連続
モニタリングが実施されます。センサは
液体のレベル変化を直ちに検知します。
設備の取付状況が非常に制限されてい
る場合は、コンパクト設計のUP56 Pure 
Miniが適しています。

正確、効率的、簡単なメンテナンス
PTFEで保護されたトランスデューサに
より、UP56 Pureは極めて頑丈で耐久
性に優れ、高濃度の酸およびアルカリで
の使用に最適です。UP56は直接タンク
内で動作することから、外部バイパス管
や測定ウェルなどその他のアクセサリ
は必要ありません。わずか一台のセン
サのみ必要であるため、エラーが生じ
やすい複数の容量型センサの機械的位
置決めを行う必要もなくなります。UP56 
Pureは容易に機械プロセスに統合可能
で、デジタル/アナログ出力から簡単に
電気接続できます。この超音波センサに
は業界標準のフランジが装備されてお
り、ユニオンナットで固定します。超音波
センサのメカニズムは、すべての典型
的な産業用接続と互換性があります。

ソフトウェアにより、センサをユーザお
よびアプリケーション固有にプログラミ
ングできます。担当者はソフトウェアか
ら生産状況のパラメータを調整し、補充
時点を最適化することができます。これ
はプロセスの安全性を高め、装置を持
続可能に使用できるようになり、製造コ
ストを最小限に抑えます。化学物質消費
量を正確に測定することで、空タンクに
よる生産静止状態を回避できるだけで
なく、過剰補充による化学物質の無駄使
いが生じることもありません。

必要に応じて頑強な仕様を実現

SICKは、UP56 Pureが各生産環境でど
のような作業条件にさらされることにな
るのかをお客様と共に正確に点検しま
す。包括的なセンサ専門知識と優れた
プロセスに関する知識の両方を融合さ
せることにより、オーダーメイドのセン
サインプリメンテーションをわずかな作
業で実現できるようになります。さらに
SICKの頑強な製品により、湿式化学プ
ロセスのその他の場所を防護すること
もできます。

テフロン®加工処理された製品群CM18 
PTFEの静電容量型近接センサは、化学
物質タンク下の安全槽の漏洩検出など
で使用されています。漏洩や化学物質
が安全槽に流入すると検出され、機械制
御装置がこれを通知することにより、サ
ービス要員が直ちに対処します。(hs)
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さらに厳しい品質要件、短いイノベーションサイクルおよび高まる人件費は、ほぼすべての国に共通する課題です。それに伴い、
エレクトロニクス業界ではロボットベースの自動化ソリューションへの需要が高まりつつあります。コンパクトな軽量ロボットとの
簡略化された共同作業は、市場においてその他の用途を生み出すだけでなく、オーダーメイドの新しい自動化ソリューションに
大きな可能性を提供してくれます。

>> 従来はエレクトロニクス生産での自
動化は制限されていました。従来のロ
ボットには十分な柔軟性が備わってお
らず、高価な上にサイズも大きすぎまし
た。新しい軽量のロボットアームにより
状況が改善されました。これらのアーム
はコンパクトで軽量、そして柔軟性に富
んでおり、その他の領域でも使用でき、
プログラミングや操作も簡単に行うこと
ができるようになりました。手間のかか
る設置作業なしに、これらのロボットは
単調な作業を担い、生産プロセスの効
率性を向上させます。 
SICKでは、ロボットが作業員と二人三脚
で、あるいは移動型ロボットステーショ
ンとして作業を行う場合に備えて、安全
な連携作業と移動を実現するために完

璧に調整されたセンサソリューションを
一手に提供しています。 

最高の繰り返し精度と正確性が求めら
れる場所
ロボットを開眼させるためには、センサ
が手助けをしなければなりません。対象
物の位置特定を行う2Dまたは3D画像
処理を使用したロボットガイダンスは、
工業生産プロセスの最適化に大きく貢
献します。
常に同じ条件とは限らない環境でロボ
ットが作業を行う場合、カメラシステム
が必要となります。ロボットが様々な生
産タイプに合わせて作業できるように
するためには、どのようにコンポーネン
トが配置されているか、またはコンポー

ネントの位置が変わったかどうかをロボ
ットに通知しなければなりません。これ
によりロボットは、スマートフォンケース
または自動車業界向けのコンポーネン
トなどのように、これまで自動装着機で
はなく手動で取り付けられていたコンポ
ーネントを高い繰り返し精度と正確性で
取り付けることができるようになります。
手間のかかる設置作業なしに、これらの
ロボットは単調な作業を担い、生産プロ
セスの効率性を向上させます。さらにロ
ボットは機械的な不正確性を補正し、境
界線にある不明な状況に対応しつつ、
最高精度の測定値を供給します。

単なる判断力や機械の能力を超える 
実力

ロボットガイダンスとその他  

インテリジェントなセンサを搭載したエレクトロニクス業界の 
ロボットは高速、正確さらにフレキシブル



21

: フォーカス エレクトロニクス業界ロボットガイダンス

インダストリ4.0

ソフトウェアとハードウェアを結びつけるSICK AppSpaceには、プログラミン
グ可能なSICKセンサとアプリケーション開発システムのSICK AppStudioと
いう2つの構成要素が含まれています。柔軟なアーキテクチャとプログラミン
グ可能な装置により、インダストリ4.0に対応するクラウドサービスデータを生
成することができます。センサにはソフトウェアが搭載されており、そこから直
接情報を発信することができます。このようにSICK AppSpaceは、品質管理、ト
レーサビリティ、予知保全などの分野でユーザを最適にサポートすることがで
きます。

SICKの2DカメラInspector PIM60は、ロ
ボットガイダンス用コンポーネントとし
てすでに高い評価を得ています。据え
付け型またはロボットに取り付けられた
カメラにより、ロボットは事前に定義され
た対象物の位置を検出し、どのようにそ
の部品を把持するべきか、自ら決定を下
すことができます。対象物ガイドなどの
機械的構造は不要になります。さらにこ
のシステムは、例えば振動台上の部品
の再仕分けなど、価値創造とは関係の
ない作業員の作業を軽減します。測定と
品質検査も可能です。このシステムは、
接着剤点検などに使用することができ
ます。光学モニタリングシステムは、接
合プロセスで使用した接着剤の位置、
途切れおよび品質をパターンと比較し
て欠陥を記録します。カメラセンサによ
り、接着剤の塗布直後に完全な輪郭点
検およびワークピースの点検を行うこ
とができます。
コンポーネントのアダプティブユース
が可能であるため、最大限の柔軟性を
発揮します。オープンプラットフォーム
により、多数のロボットシステムは再構
成できるため、新たなプロセスタスクに
合わせて調整することができます。必要
な技術とプロセスは、簡単に後付けでき
ます。

SICK　AppSpaceによるアプリケー 
ションソリューションのカスタマイズ 
SICKの新しいプログラマブル2Dカメ
ラInspectorP65xは、とりわけTFTディス
プレイの試験サイクルおよび品質テス
トで、ロボットの指で操作ボタンを操作
し、動作性能をテストするためなどに使
用されます。タッチスクリーンのレイア
ウトが変わった場合は、プログラマブル
カメラのユーザ固有アプリを簡単に適
合させることができます。カメラInspec-
torP65xは、革新的なエコシステムSICK 
AppSpaceの一部で、プログラマブルセ
ンサとカメラ、およびその他のプログラ
ム可能な製品、ならびにソフトウェアプ
ラットフォームから構成されています。
広範なSICK製品ポートフォリオに共通

する開発環境は、非常に高い投資安全
性を提供します。センサアプリを様々な
プログラマブルセンサで繰り返し使用
できるため、開発作業が軽減されます。
さらに既存のソリューションは、将来的
なタスクのために後日フィールド内で
調整することができます。(as) 

ロボットは、ロボットに取り付けられた2DカメラInspector PIM60で、事前に定義された対象
物の位置を検出します。

2DカメラInspector PIM60。
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>> 自動車業界ではすでに始まってい
ます。自動車メーカーは柔軟性のない
コンベアシステムの代わりに生産ステ
ーションで製造しています。工場ではコ
ンベアが廃止され、製造工程をさらに柔
軟化できるようになります。例えば日常
化しつつある特別仕様など、様々な生
産条件に合わせて効果的に対応できま
す。これによりさらなる処理を個別にカ
スタマイズして、ワークを加工すること
ができます。さらに、生産工程の順序を
変更するなどして、個々のステーション
での停滞を回避することもできます。ア
センブリステーション間でのボディパー
ツの搬送は、自動化された搬送システ
ムが担います。このシナリオはエレクト
ロニクス業界でも大いに役立つと思わ
れます。

生産を自動化する無人搬送システム

生産の自動化レベルを向上させるには、
国際的な競争力を維持したいと考える
全製造業者に対する業界を超えた要
件に対応しなければなりません。未来の
生産を構築する際に根本的な役割を果
たすエレクトロニクス業界でも同様のこ
とが言えます。つまりセンサおよびシス
テムは、自動化指向の多数の将来的市
場を目指して主要技術に基づいていま
す。エレクトロニクス業界では、ネットワ
ーク化されたプロセスのためのハード
ウェアが誕生し、このようなプロセスが
あってこそ柔軟な生産が実現できるの
です。エレクトロニクス業界は、通信・エ
ンターテイメント部門などで増加しつ
つある電子コンポーネントへの需要だ
けでなく、デジタル化の流れで工業生産
環境における需要拡大にも直面すると
思われます。通信、輸送、居住環境のネッ
トワーク化の進展と共に、いわゆるスマ
ートリビング分野でも需要が高まりつつ

あります。エレクトロニクス業界は、この
要求に応えるために柔軟な生産自動化
という難題を解決しなければなりませ
ん。

スマートフォン生産など、細分化され、様
々なタイプを製造する生産工程では無
人搬送システムが採用され、コンベヤ
ベルトの処理能力やステーションサイ
クルなどに依存することはなくなりまし
た。自動製造プロセスでは、製品の場所
と個々のステーションからの移動時の
状態が常に記録されます。個々のステー
ション同士を移動する際には、搬送シス
テムの走行プロファイルから完全な品
質管理を行うことができます。

また、作業員を投入しにくい、あるいは
作業員の健康を害するおそれがある領
域でも無人搬送システムを導入できま
す。例えばAGVは、ソーラセル・ディスプ

自動化された柔軟な製造プロセスは、生産量増加、ロットサイズの縮小、または高い生産速度に対する解決策です。無人搬送車 
(AGV) およびより小さな姉妹品である無人搬送カート (AGC) は、従来までは特に自動車業界の生産物流で主に使用されていし
た。そしてこれらの搬送車や搬送カートは、今度はファクトリーオートメーションの庫内物流プロセスを引き継ごうと待ち構えて
います。物流の天才とも言えるこれらの車両は、エレクトロニクス業界における高い生産量、小規模製造工程、変化可能なプロセ
スフロー、および高度に保護された生産環境を実現する大きな可能性を秘めています。

無人搬送システムを採用した自動生産物流 

コンベアを使用しない柔軟な製造
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レイ製造のクリーンルームおよびバッテ
リー製造における特に重いバッテリー
パックの搬送時などに、頑強な搬送車と
して使用されています。

しかしAGVは、通常細分化され、経済的
に効率的に設計された空間におけるエ
レクトロニクス業界の製造工程には大
きすぎます。ここではさらに小型でアプ
リケーション固有のソリューションが必
要となります。柔軟な生産自動化向けの
コスト効率が高く、しかもカスタマイズ
可能な他の搬送タイプでは、特にAGC
が優れています。

正確なナビゲーションを保証するセン
サソリューション
SICKでは、柔軟で自動化された生産・
物流プロセスの分野で、すでに数十年
にわたりお客様を支援しています。その
結果、インテリジェントなセンサ技術に
基づいた総合ソリューションを生み出し
ただけでなく、包括的なコンサルティン
グ能力や機械工学・エレクトロニクスに
関する専門知識も培ってきました。様々
なプロセスへと安全に移動させるため
の無人搬送システムの導入成功事例で
は、すでに包括的なセンサ能力が組み
合わされています。SICKでは、すべての
ナビゲーション/安全/検出タスクを解決
するため、完璧に相互調整されたセン
サソリューションを一手に提供していま

す。コードリーダとRFID技術によりAGC
の積載状態が自動的に検出され、車両
のナビゲーションはレーザスキャナに
よって、そして速度と走行方向の制御は
エンコーダによって行われます。さらに、
センサは車両に作用だけでなく、無人搬
送車両と生産制御とのリンクを形成しま
す。

ほとんどの場合AGCは、未だに磁気ま
たは光学式の軌道ガイドなど、予め設け
られた軌道に基づいて生産ステーショ
ン間の経路を移動します。しかし、リフレ
クタや輪郭検出のみによる自由なナビ
ゲーションの重要性は、従来のAGVだ
けでなく小型姉妹品であるAGCでも高
まりつつあります。いわゆるSLAM方式 
(Simultaneous Localization and Map-
ping = 自己位置推定と環境地図の同時
作成) による完全に柔軟な走行経路の
実現もすでに進んでいます。これにより
AGCは要件やシステムに応じて柔軟に
変更できるだけでなく、近い将来は自ら
体系化することも可能となる見込みで
す。AGCのカスタマイズ可能な性能だ
けでなく、この高速搬送カードの優れた
エネルギー効率にも注目してください。

「ボードエレクトロニクス」のエネルギ
ー消費量は、ちょうど必要とされるエネ
ルギー量のみに留まるため、この敏捷
なナビゲーションの天才が、殆どの時間

を充電ステーションで過ごすことはあり
ません。

進化するインダストリ4.0
今後Smart Factoryが成功するかどうか
は、主にどの前提条件をすでに今日満
たすことができるかにかかっていると
言えます。インテリジェントで高性能の
AGVおよびAGCは、すでに現在確実か
つ効率的に複雑な生産プロセスを実現
するために役立っています。これらの搬
送車・搬送カートはインダストリ4.0の先
駆者として、世界の生産施設で製造の
障壁を排除し、従来のものより数倍柔軟
なプロセスを形成するようになるでしょ
う。さらに、費用対効果の高い、個別にカ
スタマイズ可能なセンサおよびナビゲ
ーションシステムをこの将来有望とさ
れるタスクに合わせて適合させること
ができるようになります。

ドライバの代わりにセンサ能力を採用 – バッテリー生産でのAGV

SICKはすでに何年も前にAGV分野へ
の参入を果たしており、生産条件に関す
る包括的な知識と物流のノウハウこそ、
何にも勝るコンビネーションであること
を実証してきました。SICKのセンサを
搭載したAGVは、バッテリー生産などで
導入されています。
自動車産業向けのバッテリーパックは、
複数の単一バッテリーモジュールから
構成され、特定の方法で車両に装着さ
れるます。完全に装着されたパックは、
手で動かすにはあまりにも重すぎます。
このためこれらのパックはAGVによっ
てローディングステーションから次の
ステーションに搬送された後、取付が
行われるステーションに直接搬送され
ます。SICKは、セーフティレーザスキャ
ナS300 Mini Remoteをセーフティコン
トローラFlexi Soft、モーションコントロ
ールモジュール、セーフティエンコーダ
DFS60S Proおよび非常停止セーフテ
ィコマンド装置と併用して、人物と機械

を保護するために無人搬送車を確実に
防護します。

SICKは、成功を収めたAGVプロジェク
トを通して得た経験、庫内物流および
産業全体のプロセスに関する包括的
な知識、ならびに幅広い技術ノウハウ
を効果的に活用することにより、高まる

AGCへの需要に対するソリューション
提供者としての地位を築いてきました。 
この分野で焦点となるのは、 
ナビゲーション、安全性、トレーサビリテ
ィに関する個別コンサルティングとカ
スタマイズされた完全ソリューションで
す。(hs)

AGVを使用した自動車業界向けバッテリーパックの製造。
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エレクトロニクス生産における人物・プロセスの安全

簡単で安全に生産性を向上 – 明らかに高い機械稼働率

過去数十年にはますます高度な安全概念が生産設備に導入されたことにより、事故率が大幅に減少しました。これと並行して、シ
ステムの生産性は大きく向上しました。この事実は、適切な安全ソリューションにより、機械を安全に操作できるだけでなく、生産
的に運用することもできるという明らかな証拠と言えるでしょう。しかも特殊な例では、安全技術を使用しない場合よりもさらに
高い生産的を発揮します。

>>手動挿入プレス機の従来の両手操作
スイッチでは、例えば作業員がプレス機
の作業ストロークなどの危険動作を作
動させるには、常に両方の操作要素を
同時に両手で操作しなければなりませ
んでした。そしてプレスサイクルつまり
危険動作が終了するまで、スイッチをず
っと押し続けていなければなりません
でした。これが終了してからやっと作業
員は次のワークピースを受け入れるこ
とができます。これは作業場所の人間工
学的観点から見ても悪影響を及ぼしま
す。その結果、より高いエラー率と、それ

に応じて生産性の低下が生じることが
あります。

しかし、SICKのPSDI機能 (Presence 
Sensing Device Initiation = 制御機能付
き光線式安全装置) を搭載した手動挿
入プレス機または空圧式プレス機では、
プレスサイクルは安全ソリューションを
介してPSDIモードで制御されます。つま
り作業員が危険箇所から手を離すと、プ
レス機は自動的に再始動します。これに
より両手操作スイッチが不要となり、作
業員の優れたエルゴノミクスと安全性
が改善されるだけでなく、機械稼動率も
大幅に向上します。作業員の両手が空
いているため、ワークピースをプレス機
に挿入したあと直ぐに次のワークピー
スを受け入れることができます。プレス
サイクルつまり危険動作が完全に終了
するまで待つ必要はありません。PSDI
機能により、簡単な方法で有意義に機会
稼働率を高め、生産性を向上させること
ができるのです。

品質データ管理
家庭用電化製品・通信用電子機器分野
の大手顧客は、サプライヤが生産プロ
セスに関する記録された品質データの
証明書を提示することを期待していま
す。例えば、今まで電子コンポーネント
の圧入にハンドレバータイプのプレス
が使用されていた場合は、データベー
ス内のデジタルプロファイルに使用で
きる物理的値は存在していませんでし
た。このような設備のアップデートを行

うことにより、これらのデータを利用でき
るようになります。 

半自動の作業場所
自動生産設備チェーンおよび半自動
アセンブリセルは、インテリジェント
で柔軟な安全コンセプトを必要としま
す。SICKは、自社の安全ソリューション
により操作要員の安全を保証し、生産の
最適化、機械基盤の縮小およびダウンタ
イムの削減を実現します。

ハンドリングロボットは高速で作業を行
います。これまで個人の安全を守るた
め、手間のかかる背の高い安全エンク
ロージャによってこのロボットを遮蔽す

PSDIモードでの制御: 手動挿入プレス機で
のプレスサイクル。

セーフティカメラシステムV300 Work Sta-
tion Extendedによるハンドリングロボット
の防護
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る必要がありました。セーフティカメラ
システムV300 Work Station Extended
により、背の低いエンクロージャも使用
できるようになりました。補給やメンテ
ナンス作業も大幅に簡易化されていま
す。システムにはカメラと反射テープが
含まれているため、V300 Work Station 
Extendedでは、機械設計やアクセス領
域を様々に構成することができます。セ
ーフティカメラシステムの導入により、
アクセス防護を迅速かつ簡単に実現で
きます。プロセス最適化の過程で、取付
用開口部での変更が必要になった場合
には、いつでも新しい形状に合わせるこ
とができます。

最も細部に至るまで安全を保証
セーフティライトカーテンなどの光線式
安全装置により、ガードとしてのドアが
不要となるため、生産性が向上します。
コンパクトな断面を持ち、カスケード機
能や他のインテリジェントな機能を備え
たセーフティライトカーテンminiTwin4
は、アセンブリステーションの防護に最
適です。超小型化されたエレクトロニク
ス製品は、同様に超小型センサを必要
とします。この場合、ミニライトカーテン
が最適です。更なるメリットとして、種類

の数を減らすことができる汎用スティッ
クコンセプト (ライトカーテンタイプは
投光器および受光器として機能)、さらに
LEDで表示される光軸調整補助などの
Easy-to-use原理を挙げることができま
す。SICKでは、安全制御装置または安
全スイッチを組み合わせた、機械安全向
けの完全ソリューションを提供していま
す。

ラインごとに生産性を向上 
オペレータは組立機械の種類に応じて
プロセスに介入する必要があります。ほ
とんどの場合、単一機械が統合設備に
接続され、同期されます。セーフティコン
トローラFlexi Softは、分散的に動作す
るため、隣接する単一機械は作業を継
続することができる一方で、安全技術が
オペレータの安全を確保するための停
止を制御します。単一機械の安全信号
は、拡張コンセプトFlexi Lineと接続し、さ
らにセーフティセンサカスケードFlexi 
Loopにカスケード接続して診断を行う
ことができます。 

次の自動化レベルへのアップグレード
今日、機械および設備の安全リューショ
ンは、「単なる」事故防止以上のものを

セーフティコントローラFlexi Softは、分散し
て動作するため、隣接するロボットは動作を
継続することができます。

最高の生産性を実現するライトカーテン
miniTwin4によるインテリジェントなアクセ
ス防護。

提供しなければなりません。ますます自
動化技術関連の付加価値が求められる
ようになっています。包括的なアプリケ
ーションのノウハウ、幅広い製品ポート
フォリオ、さらに適切なアドバイスの提
供などは、新しいオーダーメイドの自動
化ソリューションを実現するための重要
なキーポイントとなります。

現在エレクトロニクス生産を次の自動化
レベルへとアップグレードすることをお
考えのお客様には、SICKの業界を超え
たアプリケーションノウハウをご提供致
します。これにより投資、プロセスおよび
人物の保護を保証する柔軟な安全コン
セプトを実現できます。半自動ソリュー
ションや個別ソリューション、さらには優
れた診断快適性を持つ統合安全コンセ
プトなど、様々なご要望に対応いたしま
す。SICKの改造措置は、設備改変時や
コンポーネントの交換時に、設備の耐用
年数をさらに延長させることができるた
め、多くの場合新規購入に代わる経済的
な措置となります。SICKの経験豊富な
技術者は、アプリケーションに対して特
別にカスタマイズされたアップグレード
キットをわずかなダウンタイムで素早く
簡単に設備に統合します。SICKによる
装置改変は高性能を約束し、既存シス
テムの経済性を高めます。(as)
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イノベーション推進力としてのE‐モビリティ

「E」はモバイルへの鍵

内燃エンジンではなく電気モータを搭載した電気自動車の増加に伴い、車両の「知能」も向上します。E-モビリティ分野の発展
は、業界に重大な影響を及ぼします。自動車メーカーのみならず、工作機械、ハンドリング・実装技術またはバッテリー生産におい
ても新しい生産コンセプトやプロセスが求められています。センサインテリジェンスはその役割を担います。

エンジン製造 (電気およびハイブリッド)

タスク: 
ロボットベースのハンドリング作業場での効率的かつ 
安全な人間とロボットの共同作業 
ソリューション:
microScan3などのセーフティレーザスキャナおよび 
安全制御装置

マルチメディア、通信、インテリジェンス

タスク:
電子部品、コンポーネント、バッチの完璧な 
トレーサビリティ
ソリューション:
バーコードスキャナ、イメージコードリーダおよびRFID 
など互換性のある識別ソリューション

タスク:
電子モジュールの最終アセンブリにおける効率的な 
自動品質管理
ソリューション:
PinspectorなどPCB製造を最適化する 
品質管理システム

増加するE-モビリティと共に生じる課題の事例
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バッテリー生産

タスク:
バッテリーモジュールの自動点検 (単なる存在検知から
溶接部と接触部の点検に至るまで)  
ソリューション:
TrispectorおよびIVC-3Dなどの3Dビジョンセンサ

構造、ハンドリング、ロボティクス

タスク:
まったく異なる材質 (カーボン、透明な材質) でも確実に
検出  
ソリューション: 
PowerProxなどのマルチタスク光電センサ 

タスク:
CFRPボディにおける溶接ビードのインライン品質保証 
ソリューション:
2DビジョンセンサInspector PIM60 Bead、照明およびブ
ラケットから構成される完全ソリューション

>> 純粋な電気駆動、ハイブリッド駆動ま
たは燃料電池など、従来の燃焼モータ
の代替となるものがあります。経済的お
よび環境上の利点 (とりわけローカルな
エミッションゼロ) を享受できます。巨大
都市の人口増加、気候変動、資源不足、さ
らに変化し続けるユーザの使用習慣を

考慮すると、将来のモビリティは持続可
能で柔軟かつ効率的でなければならな
いということは明白です。代替方法とし
てのE-モビリティは、イノベーションの
推進力でもあります。 
自動車メーカーおよびサプライヤは、内
装、タイヤ、車体構造などすでに確立さ

E-モビリティ
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れた分野の他に、新たな機能や能力を
開発しなければなりません。強力なバッ
テリーや電気モータまたは対応するパ
ワーエレクトロニクスなど、新しいコン
ポーネントを車両に導入し、高度な自動
化により生産および実装する必要があ
ります。これに伴い、自動車あたりの様々
なコンポーネント数も増加します。部品
やコンポーネントが増加したということ
は、これらを確実に検出し、点検および
識別しなければならないことを意味し
ています。 

効率と高いプロセス品質が求められて
います
高品質で大量かつ効率的に生産するに
は、生産プロセスを高度に自動化しな
ければなりません。つまりE-モビリティ
の重要性だけでなく、基本コンポーネン
トであるエネルギー貯蔵への要求も高
まります。バッテリーメーカは、製品が安
全、性能、耐用年数に対する高い要件を
満たしていることを保証しなければなり
ません。このため、生産プロセスでの最
大限の信頼性のほか、品質検査に対し
ても高い要件が求められます。しかし経
済性もまた重要な役割を果たします。幅
広い技術ポートフォリオと適切なアプリ
ケーションのノウハウは、効率的な生産
プロセスを実現するソリューションの基
盤となります。つまり、バッテリーセル製
造における電極シートおよびセパレー
タシートの正しいスタックなどは、決定
的な要素となります。例えば複数の同シ
ートが付着したまま同時にピックアップ
されると、セルの異常につながります。
二層センサは、互いに貼りついた電極シ
ートを確実に検出して、不良品を最小限
に減らします。変位測定センサだけでな

く、アプリケーションに応じてビジョンセ
ンサも品質管理に寄与します。これによ
りバッテリーモジュール内の簡単なコ
ンポーネントの存在検知、または手間の
かかる溶接部やコネクタ接続部分の3D
点検などを行うことができます。照明と
ブラケットを含むビジョンセンサは、例
えばCFRPボディの溶接ビードのインラ
イン品質管理向けの簡単に統合可能で
効率的な完全ソリューションとなります。

多数のコンポーネントを柔軟に管理
円滑な生産プロセスを確保する上で欠
かすことのできない信頼性の高い対象
物識別は、トレーサビリティ、つまり最終
的には継続的な品質改善の基盤となり
ます。この際、検出する対象物の特性は
非常に異なります。従って、柔軟性と正
確性が求められます。超小型光電セン
サは、真っ黒で光沢のある対象物また
はカーボンなど検出するのが困難な材
料を確実に検出し、関連情報と通信し合
い、ここでも重要な役割を演じます。

プロセスサイクル全体を通してそれぞ
れに相応しい識別ソリューションを提
供することは、製品、コンポーネント、バ
ッチの完璧なトレーサビリティを実現す
るためには決定的に重要となります。こ
の際、高信頼性のデータ管理は、起こり
得るリコールの時に必要となるだけで
なく、プロセスを最適化する際にも新た
な可能性を提供します。だからこそ製造
データの効率的な検出は、競争優位性
を提供してくれます。SICKは、バーコー
ド、2Dコード、およびRFID技術向けの据
え付け型/移動型読み取り装置の幅広い
ポートフォリオを提供しています。コネク
ティビティ、ユーザインタフェース、アク

挑戦から革新へ

バッテリーセル製造: 二層センサIMC12は、
互いに貼りついた電極シートを確実に検出し
て、不良品を最小限に減らします。

バッテリーモジュール: 据え付け型のソリュ
ーションとしてTriSpector1000は、バッテリー
モジュール内の各コンポーネントの3D点検
を高い信頼性で行います。

常に適切なソリューション: 幅広い技術ポー
トフォリオには、要件に応じて発光性、色付
き、または一部透明のスプライスバンドを確
実に検出するソリューションが取り揃えられ
ています。

1D、2D、RFIDに対応: SICKは詳細性のある
識別ソリューションを提供します。

セサリコンセプトには一貫性があるた
め、様々な技術に柔軟に切り替えること
ができ、投資安全性と将来性を保証する
メリットとなります。(tm)

E-モビリティ
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プリント基板とはどのようなものでしょうか。以前は穴や切り欠きのある非対称の形状は珍しかったのですが、今日のプリント基
板は皆このような形状です。将来的には電子機器の中に組み込まれ、作業をすることになりますが、その前に多くのコンポーネン
トが組付けられます。その後すべてが正しく完全に装着され、正常に機能するかどうか点検されなければなりません。これらすべ
てを通過するために、プリント基板はエレクトロニクス製造の世界へと旅に出なければなりません。これはなかなか興味深い旅
です。まず走査され、検出、点検、識別を経てカウントされます。これはすべて非接触式センサによって行われます。これらのセン
サはSICKの提供する青または黄色の極めて信頼性の高いセンサです。さて、どのような旅になるのでしょうか。

プリント基板の旅:  
センサとの出会い

>> まずプリント基板とは主に緑色で約
1.6  mmの厚みがあり、殆どの場合電気
的に絶縁された基本材と導電性のある
銅で作製された6層の回路支持を意味
します。 

プリント基板はその他7個の単一回路と
共に、約280 mm x 150 mmのサイズの
いわゆる製造パネルに装着されます。さ
らに約125  µm～250  µmのセルサイズ
のデータマトリックスコードなどのマー
クがついており、ここにはシリアル番号、

場合によっては製造オーダー番号、材
料番号、変更状況および製造日が含ま
れています。このほか、複数の十字型あ
るいは丸型の位置合わせマークならび
にバッドマークがついています。 

まずプリント基板は他の同種品と共に
マガジンに保管されますが、やがて製造
ラインへと搬出され、およそ60個のコン
ポーネントが装着されます。この際、プリ
ント基板はマガジンローダーによって
取り出され、搬送モジュールに載せられ

ます。その後最初の目的地であるクリー
ムはんだ印刷機へと搬送され、はんだ
ペーストが塗布されます。最初に青色の
センサ、WTB4-3 MultiLineおよびUC4
が登場します。切り欠き、穴、貫通部分な
どがあるプリント基板には、マルチタス
ク光電センサWTB4-3 MultiLineが適し
ています。センサからは2本の光線が照
射され、このうち少なくとも1本の光線が
常にプリント基板を捉えています。これ
により、基板を正確に検出することがで
き、基板表面上のすべてのギャップで新
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たなスイッチング信号が生成されるわ
けではないことから、検出全体を通して
その他の同種品も含めて正確にカウン
トできます。しかしこのように複雑な形
状ではなく、従来通り四角形で特に切り
欠きのないプリント基板もあります。こ
のような形状にはUC4が好適です。この
小型超音波センサは設備にぴったりと
収まるだけでなく、一般的なプリント基
板を確実に検出する極めて高い分解能
を備えています。また、このセンサのタ
イムオブフライト測定は、背景の対象物
や反射性のある機械部品の動きによる
妨害を回避します。しかし、プリント基板
の位置データを他の方法で検出する搬
送モジュールまたはベルトも必要となり
ます。DFS60などのロータリーインクリ
メンタルエンコーダや製品群TTKのリ
ニアモータフィードバックシステムのど
ちらも、x/y方向でのポータル位置決め
を担います。どの設計者にも、プリント基
板を正確に検出する方法に対する個人
のアイデアがあります。SICKではその
すべてに対応できるポートフォリオを提
供しています。サイズの異なるプリント
基板を搬送する際には、搬送設備のトラ

ック幅を調整することができます。この
ようなケースで搬送幅を調整する際に
は、製品群IQ10の誘導型近接センサが
最も適しています。特殊なSICK-ASIC
により、正確で繰り返し制度の高いスイ
ッチング動作が保証されます。

次にクリームはんだを塗布する機械に
移動します。さて、ここではどのようなセ
ンサが使用されるのでしょうか。

正確に正しい位置へ
プリント基板は次に、ベルトでクリー
ムはんだ印刷機へと搬送されます。
ここで、液体あるいはペースト状の電
子機能材料と呼ばれるクリームが表
面に塗布されます。しかしインクジェ
ット方式で印刷される場合もありま
す。はんだペーストを正確に塗布す
るには、プリント基板が確実に検出さ
れなければなりません。これにより機
械はどこに塗布すればよいのかを理
解できます。製品群Inspectorのビジ
ョンセンサが、この検出を行います。 
作業を開始する前に、センサはまず基
板上の位置合わせマークを見て、信号
により印刷テンプレートに合わせて配
置されていることを確認します。この時、
ビジョンセンサのドームライトがプリン
ト基板表面を集中的に照射します。はん
だペーストの塗布は、直ぐに終了します。
すっかり準備が整いました。しかし本当
にこの機能材料が正しく塗布されてい
るかどうか確認するために、プログラマ
ブルカメラIVC-3Dが点検します。このカ
メラは、はんだペースト塗布でギャップ
や異常を見逃すことなくすべて検出し
ます。緑色の照明が点灯すれば正常で
あることを意味し、先へ進むことができ
ます。いよいよ主要ステーションである
プリント基板装着へと搬送されます。

カメラコードレーザによる搬入テスト
次のステーションは「プリント基板装着」
です。印刷完了後、いよいよ電子コンポ
ーネントが装着されます。さて、ここで今
までの旅の記録、つまり今までずっと収
集されてきたプリント基板に関するプロ
セスデータは、MESシステムを介して 
すでに自動装着機に転送されているの
でしょうか。機械は、すべて正常である
かどうかを判断し、どのSMDコンポー
ネントを装着すべきなのかを理解して

いなければなりません。多くの人々は、
自分の装置や機械の中で作業するプリ
ント基板の辿ってきた経過を詳しく知り
たいと思っています。これがいわゆるト
レーサビリティや追跡可能性などと呼
ばれる用語が意味しているものです。
これを可能にするため、最初にプリント
基板の表面には多数のマークが直接施
されます。このデータマトリックスコード
はこうした情報を得るために読み取ら
れます。しかし、困難な特性を持つ比較
的コントラスの低いプリント基板上の、
顕微鏡で見なければわからないような
小さなコードモジュールをどうしたら読
み取ることができるのでしょうか。解決
策は次の通りです。青色のセンサLec-
tor620は、イメージコードリーダです。
このセンサは高度な復号アルゴリズム
により、極めて高い読み取り能力を発揮
します。どのような場合でもプリント基
板やその他のコードを迅速かつ正確に
読み取るため、自動装着機内で無駄に
待機したり、搬送自体を終了したりする
必要はありません。このコンパクトなセ
ンサは狭いスペースでも取付可能で、 
レーザ照準補助機能を備えた直観的
な装置設計により、必要最低限の研修
と簡単な設置作業を終了すれば、容易
に操作および統合することができます。
コントラストの状態が困難になった場
合、Lector620は外部照明を使用す
ることができます。自動セットア
ップは設置作業を最低限
に軽減し、多様なオン
ボードインターフェ
ースにより、コー
ドリーダはエレ
クトロニクス製造
で通常使用されるネ
ットワーク内で快適に
作業を行うことができま
す。

自動装着機では、プリント基板 の
識別に加えて基板の検出も行 われ
ます。ここでは軌道が非常に狭くなるた
め、機械設計者は、ファイバ形光電セン
サWLL180Tを光ファイバLL3と共に使
用してプリント基板を検出するという特
別なアイデアを考案しました。光学ヘッ
ドは最低限のスペースしか必要せず、
センサが装着ヘッドの反射など難しい
環境から影響を受けることもありませ

ロータリーインクリメンタルエンコーダ
DFS60は、ベルトの位置を供給します。

最初のステーション: マルチタスク光電セ
ンサWTB4-3 MultiLineによるプリント基板
検出。 
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ん。さらに、ファイバ形光電センサは、パ
ネルサイズよって変化する搬送ベルト
の軌道幅に合わせて送信出力を適合さ
せます。このセンサは搬送モジュール
のサイドウォールに統合され、マスター
スレーブ配置で構成されており、かなり
の配線作業を軽減することができます。 

プリント基板が加工される設備内では
人物が行き交い、様々な機械で作業し
ます。ところで作業員が不注意から、ま
たは故障のため機械に触れる場合、彼
らは一体どのように保護されるのでしょ
うか。そのためには、防護ドアや透明カ
バー、そして常に黄色のスイッチが設け
られています。SICKの製品であれば、
青色であるべきだと思われるかもしれ
ません。しかし、いわゆるセーフティセ
ンサと言われる製品は黄色なのです。
ここで使用されるセーフティセンサは
i14 Lockです。この電気機械式セーフテ
ィスイッチは、安全ロック装置とも呼ば
れています。この装置は誰も不正に開
けることができないようにドアをロック
します。もう少し詳しく観察すると、様々
な装着ステーションとつながっている
搬送装置など、このスイッチが至る所に
装備されていることにお気づきになる
でしょう。それなのに配線は殆ど見当た
らないのは、スイッチ同士が何らかの方
法で接続されているためだと思われま
す。その方法とはSICKのセーフティコン
トローラFlexi Softです。統合モジュー
ルFlexi Loopにより最大32台のセーフ
ティスイッチ、またはその他のセーフテ
ィセンサを確実にカスケード接続する

ことができます。この場合DIN EN ISO 
13849-1に準拠したパフォーマンスレベ
ルPL eまで可能です。このように安全な
カスケード接続であれば、大量のケー
ブル配線を省略することができます。メ
リットはこれだけではありません。Flexi 
Loopカスケードは各センサを個別に監
視するため、従来の直列接続で生じる
可能性のある「マスクされた」後続エラ
ーを確実に回避することができます。さ
らに、Flexi Loopは動作中に包括的な
診断情報を提供するこのソリューション
は、非常に優れた頭脳としても機能しま
す。これにより自動装着機は動作を継続
でき、搬送モジュールでもプリント基板
が停滞することはありません。 

装置取付: プリント基板の旅はここで終
了します
今までの工程を経て、プリント基板の姿
はすっかり変わりました。この旅を開始
する前に、変位測定センサ OD Miniに
よってその強度と平坦性を点検された
未装着の回路支持でしかなかったもの
が、完璧に装着されたプリント基板とし
て完成されました。そして、プリント基板
が完全に装着されているかどうかを最
後に点検する製品群IVC-3Dのプログラ
マブルカメラによって、完成したことが
通知されます。 
いよいよプリント基板を電子機器に組
み込む準備が整いました。これを行う組
立機械にも、もちろんSICKのセンサが
装備されています。手動操作の半自動
機器に設置されたL字型またはU字型の
セーフティライトカーテンminiTwinは、
操作しやすいバリアフリーの監視ソリュ
ーションを実現します。防護フィールド
形状が柔軟な場合、または特に難度の
高い設置要件などの場合は、セーフティ
カメラシステムV300も頻繁に採用され
ます。
プリント基板が電子機器内に組み込ま
れた今、エレクトロニクス業界における
センサ環境を巡る旅も終了しました。し
っかりと梱包された後、エンドユーザの
もとへと出荷されます。(as) 

搬送中の製品を識別。

最終点検では3Dカメラが完全性を確認。
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